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DADOS DA EMPRESA

» Fornecer as informacg8es em conformidade com os iepecificados, respeitando sua ordem
e sem lacunas. Nos itens ndo aplicaveis a situalgi@mpresa indicar essa condicdo no
préprio item, justificando-a.

1. CARACTERIZACAO

1.1. ATIVIDADES EM SEMICONDUTORES
Descrever as principais atividades exercidas pef@esa nas areas de Semicondutores:

1.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Informar, por unidade ou estabelecimento fabrilathdades exercidas pela empresa nas areas
de Semicondutores e eventuais outras atividadeltivas:

1.2.1. Unidade ou Estabelecimento (se for mais o para distingui-los, acrescentar a
numeracao do subitem letras como, 1.2.1.1.a, 1.B.&tc.)

1.2.1.1. Nome / Razéo Social:

1.2.1.2. CNPJ:

1.2.1.3. Endereco:

1.2.1.4. Telefone:

1.2.1.5. Pagina na Internet (se houver):
1.2.1.7. Atividade(s) da empresa:

1.2.1.6. Nome, cargo, endereco, telefone e coeleindnico €-mail do representante
legal da empresa e do responsavel pelas informg@géstadas no requerimento;

1.2.1.8. Outras atividades de producao de bensigece

1.2.1.9. Qutras informacdes que se julguem nedassé@identificacdo da empresa:

INFRAESTRUTURA DE P&D

2. GESTAO TECNOLOGICA EM PROJETO DE SEMICONDUTORES

2.1. ORGANOGRAMA DA AREA DE PESQUISA E DESENVOLVIMMTO (P&D) DA
EMPRESA.
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Apresentar o organograma com a indica¢do do nudeeprofissionais internos (l) - funcionarios
da propria empresa - e externos (E), englobangmosargo ou fungdo, lotados em cada uma de
suas unidades:

2.2. QUADRO DE PESSOAL DE P&D

2.2.1. Funcionarios da empresa proprios — totalidel médio e superior:

2.2.2. Funcionarios da empresa terceirizados +detaivel médio e superior:

2.2.3. Outros profissionais envolvidos nas ativetade P&D em Semicondutores.

2.2.4. Relacdo completa dos integrantes da egéguece que concebeu, especificou e executou

o projeto de desenvolvimento, informando nome, ddimj formacdo, email de contato,
experiéncia profissional, atividades desenvolvitaprojeto e vinculo com a empresa.

2.3. PATENTES E REGISTROS

2.3.1. Relacionar as principais patentes em Semitores requeridos ou obtidos, indicando o
objeto, a data do pedido ou da concessdo, o Orgdoerido ou concedente e seu
respectivo pais.

2.3.2. Receitas decorrentes da cessdo de direitealde patentes em propriedade intelectual de
propriedade da empresa.
Valores em R$

RECEITAS (PATENTES/ PROPRIPEDADE INTELECTUAL)

PERIODO PATENTE ESPICIFICACAO TOTAL

ANO

2.3.3. Pagamentos ou remessas efetuadas pela empresaceméniga da utilizacdo de
patentes ou propriedade intelectual de terceiros @aesenvolvimento do componente:

Valores em R$

PAGAMENTOS/REMESSA PARA PROPRIEDADE INTELECTUAL
DE TERCEIROS EM SEMICODUTORES

ESPECIFICACAO VALOR (R$) BENEFICIARIO PAIS
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2.3.4. Pagamentos ou remessas efetuadas pela utilizagaméntas de projeto de terceiros,
bem como as demais remessas e demais pagamertinadtessao desenvolvimento do
componente:

Valores em R$

PAGAMENTO/REMESSAS DE TI

ESPECIFICACAO VALOR (R$) BENEFICIARIO PAIS

* No caso de componente eletrdnico semicondutor emngitar desenvolvido por terceiros ou
blocos funcionais proprietarios (IP), bem como pmgas de computador residentes ou
embarcados (“firmware") que tenha ou néo tenha sldsenvolvido no Pais, o interessado
devera apresentar o respectivo contrato de tra@sfeia ou licenciamento de uso, firmado
com a respectiva instituicdo ou empresa que osedeu;

ESPECIFICACAO DO COMPONENTE

3. CONCEPCAO E DETALHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO.
3.1. DEFINICAO DA CONCEPCAO BASICA DO COMPONENTE
Informar e anexar se necessario os documentogeéeifisacao que contemplem as informacoes
pedidas abaixo:
3.1.1. Detalhamento da aplicacdo do componente (uso):
3.1.2. Especificacdo das funcionalidades do componente:

3.1.3. Informacéo de uso épplication notey:

3.1.4. Outras informac8es que auxiliem na definicdo eafpacdo do componente.

3.2. DETALHAMENTO DE ARQUITETURA
3.2.1. Apresentacdo da arquitetura proposta do componemte 0S respectivos blocos

funcionais, interconexdes entre 0s blocos e oujtmsse facam necessarios, além do
detalhamento funcional de cada um destes (se reimeasexar documentos);

3.3. ESPECIFICACAO FISICA E ELETRICA

3.3.1. Informacéo detalhada do projeto com especificafisiEss e elétricas,

3.4. DOCUMENTAGAO DE DESENVOLVIMENTO
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3.4.1. Fluxo de projeto utilizado, incluindo a documentagerada como esquematicos;
codigos em linguagem de descricaddhdedware leiaute parcial e de topo, entre outras,
necessarias a caraterizagdo do projeto;

3.5. PROCESSO DE FABRICACAO

3.5.1. Definicdo do processo de fabricacao e justificatigaescolha,

3.6. TESTES
3.6.1. Testes e validacdes usadas no desenvolvimentog @esthis alto nivel de abstracéo
até sistemasifi-circuit”.
3.7. ENCAPSULAMENTO
3.7.1. Tipos e especificagdo dos modelos de encapsulandefitidos no projeto a serem
comercializados.
3.8. ESPECIFICACAO DE TECNOLOGIA E FERRAMENTAS UTILIZADS
3.8.1. Detalhamento das tecnologias de propriedade ittelee programas de computador
utilizados no desenvolvimento das geometrias dauteido componente e em outras
fases do projeto;
3.9. DISPOSITIVOS PROGRAMAVEIS
3.9.1. No caso de dispositivos l6gicos programaveis,daimo circuitos integrados FPGA ou
PLD complexos com mais de 2.000 portas, apreseozumentacdo que comprove o
desenvolvimento dsoftwarede programagéo destes dispositivos e 0s refetetss

de validacdo do componente;

3.9.2. Apresentagcdo de marca e modelo de dispositivo gna@yel utilizado, a justificativa
de uso e detalhes sobre a tecnologia utilizada.

» Obs.: No caso de dispositivos logicos programavedas as informacdes pertinentes que
se enquadram em outros topicos devem ser fornengktes topicos;
3.10.PROTOTIPAGEM
3.10.1. Informacbes e documentacdes relacionadas a pragetip do componente, que se
fagcam necessérias & comprovagao do desenvolvimento;
3.11GERAL

3.11.1. Outras informagdes que a empresa considere rédevan
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